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Sposob wykrywania wad w potaczeniach klejonych,
zwlaszcza elementéw konstrukgeji lotniczych

Przedmiotem wynalazku jest sposob wykrywania wad w potaczeniach klejonych zwlaszcza elementéw
konstrukcji lotniczych.

Do wykrywania wad potaczen klejonych w wyrobach, ktdrych jako$¢ powinna odpowiadaé szczegélnie
wysokim wymaganiom, stosowane s3 metody nieniszczace ultradZwigkowe, termograficzne itp. Poza tym stosuje
si¢ metode¢ niszczaca polegajacq na rozrywaniu gotowych potaczeri klejonych w pewnym procencie wyrobéw
i stwierdzeniu, czy ilos§¢ wykrytych w ten sposob brakéw nie przekracza dopuszczalnej normg liczby. Jeli norma
zostanie przekroczona, to calg parti¢ wyrobéw odrzuca sie.

Wada dotychczas stosowanych metod nieniszczacego badania potgczen klejonych jest wysoki koszt po-
trzebnych do tego materiatéw lub aparatury. Wada metod niszczacych jest to, Ze nawet dla stwierdzenia dobrej
jakosci wykonania potaczen konieczne jest zniszczenie czgsci gotowych wyrobéw.

Celem wynalazku jest sposéb wykrywania wad w potgczeniach klejonych, ktéry nie wymaga niszczenia
czesci gotowych wyrob6w i jest tariszy od dotychczas stosowanych metod nieniszczacych.

Istota sposobu wedlug wynalazku polega na ozigbieniu badanego sklejonego przedmiotu do okreslonej
temperatury, a nastg¢pnie pokryciu go w dowolny sposdb (oblanie, natrysk itp) ciecza o tak dobranych wtasno-
§ciach, Ze zamarza ona na powierzchni tego przedmiotu. W razie istnienia pod powierzchnia przedmiotu wad
sklejenia wystepuja w tych miejscach odchylenia od normalnego przewodnictwa cieplnego i pojemnosci cieplnej,

*co w rezultacie powoduje powstanie zamarznigtej warstewki cieczy o innej grubosci niz nad miejscami bez wad.

Obserwujac warstewke zamarznigtej na powierzchni przedmiotu cieczy mozna na podstawie zmian jej grubosci
(reliefu) wykry¢ wystepujace pod powierzchnia wady sklejenia.

Zaletg sposobu wedtug wynalazku jest stosowanie prostych i ogélnie dostgpnych urzadzest imateriatéw
oraz mozliwo§¢ bezposredniej oceny wizualnej badanego przedmiotu.

Prz y k t ad : Ptyte sktadajacy sig z dwich sklejonych warstw blachy aluminiowe; ozxebla sig do tempe-
ratyry —50°C, umieszczajac ja w skrzynce z suchym lodem. Po wyjeciu jej ze skrzynki polewa si¢ woda z dodat-
kiem frodka zwilzajacego o temperaturze bliskiej 0°C. Na powierzchni ptyty tworzy si¢ warstewka lodu, ktérej
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grubos¢ jest nizsza nad miejscami nie sklejonymi niz nad miejscami sklejonymi prawidtowo, Réznice grubosci
warstewki lodu tworzg relief, w ktérym widoczne sa miejsca ujawniajgce wady sklejenia.

. Zastrzezenie patentowe

Sposéb wykrywania wad w polgczeniach klejonych zwtaszcza elementdéw konstrukcji lotniczych, znas
mienny tym, e badany sklejony przedmiot ozigbia si¢ i nastgpnie pokrywa sig¢ cieczg, ktérej temperatura
zamarzania jest réwnalub wyzsza od temperatury, do ktdrej ten przedmiot zostat ozigbiony, po czym z réznic
grubosci warstwy zamarznigtej cieczy ustala si¢ stan sklejenia badanego przedmiotu.
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